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La presente invencién se refiere a una cong=-
$ituclibn mejorada de una disposicién de elementos de
congtruccidn semi-conductores, especislmente a una
con elementos de construccidn semi-conductores & ba-

5 ge de un cuerpo gemi-conductor de germanio o silicio,
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egtando cada elemento de construccién semi-conductor in-
dividual en contacto con lenglletas de refrigeracién paras
evacuar en forma eficaz el celor de Jowle que ge presen—
+a en €1 durante sl mervicio, de manera que el elemento
5, de congtruccibn semi-conductor esté protegido contra car
gas eléctricas intermitentes y ademds pueda soportar una
carga eldctrica esgpecifica relativamente elevada. En una
disposicidén de elementos de consiruccidn semi-conducto=
reg de esta clase ha demogtrado ser deseable gus, al reu=-
10. nir varios de estos elementos de construcelidén semi-conduc
tores en un soporte comin, en caso de un eventual dafio en
uno de estos elementos de construceidén semi~conductores,
dste se pusda recambiar fdcilmente por otro. Si se bhan
ordenado varios elementos de congtruccién semi-conducto-
15, res en forma de discos para former una de éstas disposi-
clonss de elementos de construccién semi-conductores, en-
tonces ha demostrado ser tembién deseable que, & través
de las lenglietas de refrigeracilén, unidas termica y me=-
cénicamente con cada uno de los elementos de construceidn
20, semi-conductores, une solicitud mecénice sobre las len~
gletas de refrigeracidén no conduzcas a un esfuerzo mecdni-
co desventajoso en el elemento de construccidén semi-con-
ductor conectado con las lengletas de refrigeracibn. Ta-
les fenbmenos se han presentado especialmente cuando los
5. distintos elementos de construccibn semi-conductores al-
ternativaments con lenglistas de refrigeracién estédn dis-
puestos entre gi en una pila, y esto de mamera que las
superficies de transicibén de calor, desde el elemento de
construccidn semi~conductor hacia las lenglietas, se en~-

30. cuentren en une parte de la superficie situada dentro de
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la dilatacién superficial de las lengletas de refrigers-~

cién y de este maneras lag lenglietas de refrigeracién se
extienden hacia todos los ladom, desde este lugar de
transicién, por todo el elemento de comstruccibén semi-
5, -conductor, de manera que por lo tanto partes esenciales
del contorno o todo el contorno de las lengletas de re-
frigeracibn estén soportades en saliente libre y, por lo
tanto, sobre estos bordes de las lengletas de refrigera=-
cién se puede ejercer un corregpondiente esfusrzo mecd-
10. nico, de manera que ge pregente un correspondiente esgfuer
20 mecénico sobre aquella guperficie de transicidén en la
cual las lenglietas de refrigeracién y el elemento de cong
truccibn semi-conductor asienten una contras el otro.
La invencidn se basa en el conocimiento de que el
15. cometido anteriormente mencionado se pusde resolver en
. forma técnicamente ventajosa i, de acuerdo con la inven
eidén, en por lo menos una pila, junto con los elementos
de congtruccién semiconductores, se han dispuesto placas
de refrigeracién correspondientes entre si en por lo me~
20, nos dos partes marginales, opuestas entre gi, entre cada
vez (os piezas distanciadoras aislantes, que determinsn
un trayecto ¢ bien una superficie de apoyo, de una co-
lumna compusgta de datasg, teniendo une forma y sujecidn
tal que, despudes de una separacidn de dos placay de re-
5. frigeracién, destinadas para la sujecibén de un elemsnto
de congtruccidén semi-conductor en formae de disco, pro-
vistas de un agiento correspondiente parsa el elemento de
construcei én semi-conductor, y la colocacién del elemen~—
to de construceién semi-conductor entre éstas, al soltar

30. lag placas de refrigeracidn el elemento de conatruccién
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gemi-conductor quede sujetado entre éstas con la presibn
de conbtacto degeads en la via de la conduccidn del calor
¥y en la via de la conduccién de corriente eldéctrica.

Log bulones tensores corregpondientes para 1la

5. sujecién de la pila y las piezas dlstanciadoras aislan=
taes de las placas de refrigeracidn pusden ser piezas in~
dependientes y espacialmente separadas entre si, o tam-
bién se pueden emplear los bulones fensores paras una ali
neacidn de las piezas digtanciadoras aislantes.

10. Se. recomienda hacer las piezas distanciadoras aig
lantes de mansra que en disposicidn en fila hagan un en-
oaje o enmuescamiento entre si. Esfe encaje se puede
emplear, sl alinsarlos sobre el bulén tensor, también
sinultdnsamente para crear un aislamieﬁto eldctrico entre

B. el jusgo de las placas de refrigeracidén y el mencionado
bulén tensor metdlico. i

Leg placas de refrigeracién pueden ger placas
gsencillas, es decir rectangulares, pero también placasg
limitedas por contornos curvilinsog que, con sus esqui-

20, nas o bien partes marginnles, sencajan euntre las plezas
distanciadoras aislantes, en caso dado en egcotes espe~
ciales en égtas. Las placas de refrigeracibém pueden eg-
tar también provistas en su borde con escotes mediante
los cuales encajan entre si con las piezas distanciado-

25. ras elslantes. Finslmente, las placas de refrigeracién
pusden egtar provistas de escotes con contorno en sl ce-
rrado medisnte los cusles se alinean o encajan aobre les
piezas distanciadoras sislentes o sus soportes.

Cade una de lag piezas distanciadoras ailslantes

30. pusde actusr aqui en una o varias partes del contorno,
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0 del borde, con una placa de refrigeracidén. El apoyo
entre gl de dog placas de refrigeracidén congecutivas a
través de las piezas distanciadoras sislantes deberd
ser sin embargo, en todos los casos, especialmente cusn
do ge efectds a lo largo de una parte central de una par
te del contorno o un borde lateral de la placa, an forma
de trayecto o bién de superficie, de manera que evite
que una placa de refrigeracidén de éstas se pueda bascu-
lar alrededor de su lugar de comtacto térmico y/o eléc-
trico con el elemento de construccién semi~conductor en
forma de disco, que se encusntra adyacente a2 6l. Esto po-
drfa conducir a la formaecién de indeseados componentes
Ge fusrze en el sistema de apilamiento de elementos de
construceién semi-conductores y las placas de refrigera-

cidn y de esta mansra producir desventajosos esfuerzos

macdnicos pars el slemento semi-conductor en forma de

diaco.

Puede por lo tanto ser conveniente emplear por ej.
una piezs distanciedors sisglante que musgtrs un canal de
Paso en la dirececidn de spilamiento para su slineacidn
sobre un buldn tensor. La pieze digtanciadora pusde aqui,
mediante uns parte en forma de casquillo sobresaliente
en direccidén del apilamiento, qus rodea el bulén tensor,
formar un cuerpo ajustedo sobre el cusl, con un escote,
ge puede colocar primeramente la placa de refrigeracién
pero qus, ademéds, debido & su longitud correspondiente,
¢on una parte corresgpondiente de su longitud se puede in
troducir en un escote que esta mecanizado en una segunds
pieza distanciadora aislante siguiente en la pila, enfren
te de lz superficie que llevae la parte de casquillo sa=

lisnts, y que, en sus dimensiones interiores, corregpon~
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de & las dimensiones exteriores de la mencionada parte

de longitud en la primeras pleza distanciadora siglante,
de manera que, por lo tanto, dos piezas alslantes consg
cutivas a través de estas partes mencionadas se pueden
empujar una contra la otra con ajuste enire gi. Adyacen-
te a1l canal de paso y la pieza de casquillo, que contie-
ne egte canal, se puede haber previsto ahora en cada la-
do de esta pieza de casquillo, en la pieza distanciado-
ra, ademfs cada vez una pieza en forma de bulén sobresa-—
liente y enfrente de esta nuevamente cada vez un escote
mecanizado hacie el interior desde la superficie opuests,
que en sus dimensiones de luz corresponde & las dimensio
nes exteriores de la parte en forms de bulén saliente.
De agta mansra se pueden reunir enire si dos plezas dis-
tanciadoras aislantes consecutivas en la pile y encajar-
g6 una con otra a través de esgtos bulones y escotes. Por
lo tanto, 21 apilar las piezes distancisdoras alslantes,
bajo interconexién de las placeas de refrigeracidn ss pue
de alinsar cada placa de refrigeracién mediante tres es-
cotes, dispuestos por ejemplo en una fila adyacente a un
lado del contorno de la placa ds refrigeracién, sobre la
parte del caaquillo y los bulonss salientes de la pieza
distanciadora sislante y la siguiente pieza distanciado=
ra aislante alineads sobre el buldén tensor puede inbro=-
ducirgton sus partes qus gobresalen de una de las super-
ficies, a travég de los correspondientes escotes de une
placa de refrigeracidn, en los escotes de la otra super
ficle de la otra pieza digtanciadora aislante y despuds
sujetarse la place de refrigeracién entre lag piezas

distanciadoras eléctricamente aisladas que se encuentran
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adyacentes entre si. Debido & que las distintas lenglie-
tag de refrigeracidén egtdn ahora mecdnicamente apoyadas
en partes opwestas de su contorno en formas de irayecto

o de superficie entre si sobre el bulén goporte comfin,
un esfuerzo mecdnico sobre el borde de una o varias pla
cas de refrigeracién adyacentes no puede repercutir como
transmisidén de este egfuerzo mecdnico sobre el lugsr de
contacto de un elemento de construccibn semi~conductor
entre dos placas de refrigeracién, por lo cuel el elemen
to gemi-conductor se puede congiderar, desde este punto
de vista, eficazmente protegido. Ademés con esta nueva
disposicién puede derivarse o bien transmitirse la fusyr
za de sujecidén, con la cusl cada uno de los elementos de
construccidn semi-conductores se sujeta entre placas de

refrigeracibén adyacentes, directamente por las lenglietas

 de refrigeraci 6n corregpondientemente formadas y fabrica

des de materiel correspondiente. Estas placas de refrige
recién pueden formar gimultdneamente los conductores de
corriente eldctrica hacia el elemento semi-conductor.
Aquf se pusden aprovecher de nuevo directamente los lu~
geres de sujecién de lag placas de refrigeracién en for-
ma ventajosa, es declr como lugeres de apoyo, cusndo
placag de refrigeracidn adyacentes destinadas a la suje=
cién de un elemento de congtruccibn semi-conductor, me-
diante una herramienta adecuada, se abren de su posicidn
en la cual se encusntran & una digtancia entre si més re-
ducida & la que corresponde por la altura del elemento
de construccién semi-conductor a colocar, en direccidn
axiel del elemento semi-conductor a introducir y, cuando

el mencionado elemento estd colocado, al libersrlas, su~-
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jetan entre si con seguridad al elemento semi-conductor.
Las distintas placas de refrigeracidn pueden estar pro-
vistes de correspondientes formas de cazoletas para uns
introduceidn més Pheil de los elementos de construcelén
seml-conductores y que sirven dlrectamente; paras ¢l ele~
mento de construccién gemi-conductor a introducir, como
medio de orientacidén de la posicién y simultdneemsnte le
dan & la parte central de la placa de refrigeracién un
nayor momento de remigtencia, es dscir qus refuerzan eg-
ta pieza,

Ha demostrade ser algunas veces comveniente, para
dar una forma egpacial méds ventajosa, adjudicarles a ca=-
da elemento semi-conductor para ung evacuacién eficaz del
calor de Joule no solo uns placa de refrigeraclén sino
varias placas Qe refrigeracidén consecutivas en la pila.
Entre cada dog de estas placas de rsfrigeracién consecu~
tivaes, que se han de sdjudicar en un lado al elemento de
construceidén semi-conductor individusl, se pusde haber
previsto wn ¥rozo de bloqus corraspondiente, que se colo
ca entonces entre aquellas superficies de lag lenglietas
de refrigeracidn adyacentes en las cualeg se ha ds efec~
tuar la transmisién de calor en forma de un cuerpo meté-
lico correspondiente que, en caso dado, adicionsimsnte
en sus superficies de asiento contra las placas de refri-
geracidén pueds egtar soldado con datas:

Para une buena transmisidn de calor ge podr{s he-
ber colocado también el bloque conductor de calor simple
mente entre dos placas de refrigeracidn consecutivas en

la pila, pudiéndose emplear entonces, pars unas busna

-tramsiecién del calor entre sus superficies finales ¥
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lag placas de refrigeracidén, en caso dado elemantos dic-
tiles adicionasles o agientos suplementarios en las pla=-
cas de refrigeracidn.

Una disposicién de elementos de construccién semi-
-conductores propusgta se pusde seguir desarrollando en
forma tdécnicamente ventajosa de maners que se cree entre
las superficies de contacto final de cada elemento de
congtruceién semi-conductor colocado y les superficies
de contra=contacto, que se forman por las superficles de
uns pareja de placas de refrigeracién adyacentes, una
trangicidn empecable para la conduccién de la corrients
y pera el flujo térmico, tembién cuando entre las super-
ficies de contacto final del elemento de construccién
semi~conductor o las superficies de contacto enfrentadas
entre si de las dos placas de refrigeracién, que inclu-
yen entre si el elemento de construcecién semi-conductor,
y& que se ha de tener en consideracidn de que eglos, en
cago dado, no tienen una posicién planoparslela entre si.
81 esto es el caso, entonces la transicidn de corriente
¥ la transicién térmica desde el elemento semi-conductor
hacia las plecas de refrigeracién, y ademés 1= conduccién
de corriente entre las placasg de refrigeracién y el ele-
mento de construceién semi-conductor, seria solo imper-
fecta en comparacién con le deseada, de manera que enton
ceg pe obtlensn defectos correspondientes que conducen a
un empeoramiento de la calidad o a un dafio del elemento
de constiruccidén semi-conductor individual.

Egte cometido acabado de mencionar se resuslve eg
pecislmente en una disposicidén de elementos de construc~

¢lén semi-conductores de la clase antes mencionada porque,
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de acuerdo con la invencibn, sl emplear un elemento de
construcecidn semi-conductor en forme de disco, en el
cual, en une carcasa con placag de cobertura metdlicas,
eldctricamente aigladag entre gi, se ha dispuesto entre
dotas el elemento semiconductor de manera que sus supey
ficies de contacto finel sctden conjuntamente con un
aglento capaz de deslizamiento, y en serviecio se manten~
gan capaz de deslizemiento entre si con la superficie in
terior adyacente de la correspondiente placa de cobertu-
ra, con una de las supserficies exterioreg de la placa de
cobertura trabaja conjuntamente con una superficie plana
de una de las dos lenglietas de refrigeracién mientras
que le segunda superficie exterior de la placa de cober-
tura trabaja con la segunds place de refrigeracién a tra

vdg de una guperficie desarrollads en forma covexs, de

. mansra que su guperflcie de aslento se encuentra dentro

de aguella parte de le superficie exterior de la super—~
ficie adyascente de la placa de coberturs metdlica de la
carcaga, que interiormente ge encuentra enfrente de la
superficie de contacto final del elemento semi-conductor
encerrado en ella,

Mediante esta clase de congstitucién agiente enton
ces el elemento de construccidn semi-conductor en forma
plane contras une placa de refrigeracidn mientras que, sin
embargo, en la superficie final opuesta del elemento de
construceibn semi-conductor, enfrente de la superficie
de contacto que actéa con ella de la otra placa de refri
geracidn, hasta cierto punto se ha creado una unidn srti
culeda. De egta mansra se evita que en la supsrficie de

contacto plana prevista se impide una adeptacidén de 1la
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misme con relacién a la superficie plana adyacente de la
placa de refrigeracidén y ademds ge culda, en la guperfi-
cie de contacto final opuesta del elemento de construc-
oién semi-conductor, de que la superficie de conbacto de
5 esta otra place de refrigeracién no se puedas agentar con
tra un borde de ls superficie de contacto del elemento de
congtruccién semi-conductor, sino que en todos log casgos
se forme sélo en una parte de superficie correspondiente
dentro de la totalidad de la superficie de contacto pre-

10. vista, en la cusl se pusden adapiar las dos superficies
de contacto co-operantes en forma de uns articulacién y
al oprimirse una contra la otra tembién, en efecto, en
egta trangicién se forme una seccidn superficiaml perfec-
ta a trevés de la cual se efectfis la conduccién de corrien

5. te eldctrica y la evacuscidn del flujo térmieo que parte
del elemento de construccidn semi-conductor.

Para explicar con més detalle la invencién a base
de un ejemplo de ejecucidn se hace ahora referencia a
las Figs. del dibujo.

20, Fig. 1 muestra aqui una viete de una disposicién
que, en aquellas partes donde estdn sujetadas las lengle
tas de refrigeracién, estd sin embargo representada en
corte y donde cada vez al elemento de congtruccidn gemi-
conductor individuel, en cada una de sus superficies fi-

25. nales, se le ha adjudicado une lenglieta de refrigeracidn.
Las distintes lenglietas de refrigeracién se aprovechan
aquf cada vez simultédneamente como soportes para el ele~-
mento de construccidén semi-conductor, asi como alimenta-~
ciones de corriente a este elemento de construccidén semi-

30, ~gonductor, pués en 1la Fig. 1 se musstran elementos de
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construceibn semi-conductores del cardcter de diodos.

Fig., 2 eg un corte de 1la Fig., 1 segln la linsa de
corte A-B.

Fig. 3 es una repregentacién en corte seghn la 1f

5. nee de corte C-D én la Fig. 2 de la parte 13,

En la Fig. 4 ge mueastra una ejecucidén segiin la
cuel a cada elemento de construccién semi-conductor no
golo, en cada lado, se le ha dispussto sblo una place de
refrigeracién sino dos placas de refrigeracidn y estes

10. dos placasg de refrigeracién se utilizan al miamo tiempo
como soportes del dispositivo de sujecién para el ele-
mento de construccidn semi-conductor individusl.

Fig. 5 muestra una vistae parcial con un elemento
ds construccidén semi-conductor montado entre dos placas

B. de refrigeracién con desarrollo diferente entre si de

" las superficies de agiento en las dos placas de refrige
racidn para el elemento de congtruccidn semi-conductor.
En la Pig. 1 se denominan con 1 hagta 8§ las pla=-
cag de refrigeracién. Cada una de las placas de refrigers
20, cibén muestra agui, en 4os partes marginales opusstag entre
gi, tres escoies tales de mansra que sé pueds colocar so-
bre une de las piezas distanciadorass eléctricamente aias-
lantes denominadag con 10 hesta 23 en la Fig. 1. De acusr
do con la representacidén en corte reflejada en la Fig. 3
25, gegln la 1inea C~D de la Fig. 2 de la pleza distanciado-
ra 13 de la Fig. 1, que en la Fig. 2 estd representada
en corte segin la linea A=-B, ge compons uns pieza distan
ciadora de estas, tal como 13, de un cuerpo distanciador
13a en el cusl, desde la superficie izquierda se han me-

30. canizado hacia el interior los egcotes 13b hagta 134,
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mientras que de su superficie derecha sobresalen dos bu
lonss 13¢ y 13f asf como una parte en forma de casquillo
13g, a travds de la cusl transcurrse un cansl 13h. A tra=-
véy de este canal 13h se conduce entonces cads vez uno
de los bulonss de sujecién para la pils, que en la Fig.1
estdn denominados con Sp, ¥y eh sus extremos cada vez un
cusrpo en forma de cespquillo cilindrico con escote ean
forma de copa, adaptado a la parte 13g de 13 gegdn 25,
27 o en forma ds wna pieza en forma de buldn 24, 26 reba
Jado en su superficie envolvente exterior, es decir, mog
trando dos partes de distinto didmetro, que encaja con
su parte de menor didmetro 24, 26a en el escote en el
sentido de 13c en 1la dltima de estas pj:ezas distanciado-
rag, a lo cual sigue una arandels U, un enillo de resor-
te P y una tuerca roscada M. Cada una de lasg placas de
refrigeraci.bn estd ademds desarrollada directamente de
manera que esté provigta, pare su aprovechamiento como
conductor de alimentacién de corriente eldctrica en el
sigtema de pila, con una lenglieta de comexibén que, cada
vez, eatd denominada por la cifra de referencia de 1ls
placa de refrigeracién completada por la letra “a" y por
lo tanto en 1la Fig. 2 lleva por ejemplo la denominscién
5a. Egta lenglista de consxifdn estd & su vez provisia de
un egcote en forma de U 5b de manera que, sin més, se
puede realizar una correspondiente unidbn roscada con un
conductor de consxidn a esta lengliete de conexién median
te un buldén roscado introducido en el escote en forma de
U con una tuerca de sujecidn corregpondiente.

Cada una de las lengletas de refrigeracién estd

provista con tales escotes en lados del contorno opusstos
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entre gi, de manera que en eagtog escotes ae‘de intro-
ducir uno de los cusrpos distanciadores en 10 hasta 23,
que, & su vez, se alinean con sus partes en forma de cag
quillo en el sentido de 13g 0 con gus canalés en el sen-
5. tido de 13h cada vez sobre un bulén de sujscién Sp, in-
cluyendo las piezas distanciasdoras eislentes consecuti-
vag entre si, cadas vez unz de las placas de refrigeracidn
as{ como también colocdndose adicionsimente a través de
sug partes salientes en el sentido de 13e, 13g y 13f con
10. los escotes en el gentido ds 13b, 13c, 134 de la pieza
digtanciedora eiglante giguiente una dentro de la otra.
Ds esta manera se efectia una sujecidn de la placa de re
frigeracién a 1o largo de una paris de trayecto mayor del
borde lateral de la placa, para evitar un movimiento de
15, basculacibén de la placs sl pregentarse esfuerzos mecéni-
- ¢og en su bords.
Cada uns de las placas de refrigerscidén 1 hasta
8, segln el ejemplo de ejecucidn, estd ademds provista
en su parte central de una estampacibn lc mediante la
20. cuzl en esta parte central se refuerza la estabilidad de
forma mecénica de la placa de refrigeracibn, de maners
que esta perte de le placa de refrigeracién para la su=
Jecibn de un elemento de construccién semi-conductor, tal
como por ej. los denominedos en la Fig. 1 con 28 hasta 30,
25, es especialmente adecuada pars la creacidén de superficies
de transicidn continuadas de gran superficie entre la cax
casa del elemento de comstruccidn semi-conductor y la pls
ca de refrigeracién. Egta parte continuada 1c estampada
tiens para ello una parte interior que estéd desarrollada

30. como superficie plana, alrededor de la cual se obtiems
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un borde, tal como por ej. 1d, que entonces actda tanto
como egtabilizador mecdnico para la placa de refrigera-
cién como también, ademés, como limitador de posicién en
direccidn radiel para casds uno de los elementos semiw-
conductores.

Mentras que entre las parejas de placas 12, 3-4
y 7~6, cade vez, se ha introducido uno de lom elementos
de construccidén semi-conductores 28, 29 y 30, para mejor
representacidn entre las parejas de placas 5-6 adn no se
ha introducido dicho elemento de construccién semi-con-
ductor. En estas placas de refrigeracién 5 y 6 se aprdcia
por lo tanto de que se encuentran még sproximadas entre
gi que las demés parejas de places, y esto debido a la
forma que me les he dado a estas plecas, que presentan,
por decirlo asl, forma de platos que se enfrenten entre
gl con sus bordes del fondo exteriores. lLias placas de re
frigeracién, tales comé por ejemplo 5 y 6, estén fabrica
das de material con propiedades flexiblesy de mamsra gue
medlante un egfuerze mecénico, en el gentido de abdbrir,
se pusden geparar entre si hasta qus entonces quede un
egpacio suficiente entre estam placss de manera que se
pueda introducir entre ellas un elemento de congtruccién
gemi~-conductor de esltos, tal como 28, y despuds de reti-
rar la fuerza que separa las placas, éstas entonces, ta-~
les como 5 y 6, puedsn flexionar de nuevo en direccidn
una hacia le ofra y de emte manera sujetan entre si en
forma eficaz el elemento de construccidén semi-conductor
por sug superficies de contacto final.

En la disposicién seglin Fig. 4 se han adjudicado

a cada elemento de construccibén gemi~-conductor, a cada
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lado, dos placas de refrigeracién para la evacuacidén
del calor. Asi pués por ej. al elemento de congtruccidn
gemi-conductor 31 se la han adjudicado, en un lado, las
placas de refrigeracién 32 y 33, en el lado opuesto, las
placas de refrigeracidn 34 y 35. Egtas placas de refri-
geracidn muestran aqui nuevamente un desarrollo en el
gsentido & como se ha descrito ya en relaciédn con la Fig.
1. Las placas de refrigeracidén 32 y 34 asientan directa-
mente contre cada una de las superficies opusstas entre
gi del elemento de congstruccidén semi-conductor 31. Entre
la placa 33 y la placa 32 se ha previsto sin embargo un
cuerpo de metal 36 y entre las placas 34 y 35 un cuerpo
de metal 37. Se aprecia qus shora, para la sujecidn de
31 desde un lado, se aprovechan conjuntamente las placas
de refrigeracién 32 y 33 y en forma correspondiente en
la superficie opuesta, para la finslidad de la sujecidn
del elemento semi-conductor 31, las placas de refrigera-
cién 34 y 35 conjuntamente. En forma correspondiente se
aplicard naturalmente pars la colocacibén de uno de estos
elementos de construccidn semi-conductores 21 aquella
fusrzae de separacidén entre las parejas de placas de re-
frigeracidén 32 y 33 o biéh 33 y 34 de mansra que las dos
placag de refrigeracién 32 y 34 se separen entre si en
una distancia que permita que se pueda introducir enton-
ces el elemento de construccidn semi-conductor 31 entre
ellag, En la Fig, 4 se han previgto, al igusl que en 1la
Fig. 1, correspondientes bulones soporte denominados con
Sp que en sus extremos estdn provistos de pagos de rosgea
corregpondientes, de manera que sobre estos tembién se

pueden disponer unas tuerce roscada M, despuds de une
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graendela de regorte F y una arandela plana U. Sobre cada
wno de estos bulonss de sujecidn se han alineado un ndme
ro correspondiente de piezas distanciadoras D y piezas
finales E y Eq, llevando en este casgo, para mayor senci-
1llez, las distintas piezes distanciadoras la denominacién
D y los casquillos finsles cada vez la denominacién E.
Las pilezas distanciadoras D tienen squi nuevamente la mig
me forme que se explicd en relacién con le Fig, 1, al
igual que los casquillos finales E sobre el bulén sopor=
te. BEn la Fig., 4 se muesgtran ademds otros dos elementos
de construccidén semi-conductores 44 y 45 que se han suje
tado en forma correspondiente al elemento de construceidn
semi-conductor 31 seghn la Fig. 4. Ademés se musgtrs en
esta disposicién de nuevo una disposicién de placas de
refrigeracidn entre cuyas partes no se ha sujetado un
elemento de construccidén semi-conductor. Esgta disposicibn
de sujecidn se compone de lasg plecas de refrigeracién 38,
39, por una parte, asf como 40 y 41, por otra parte. En=-
tre las placaes de refrigeracidn 38 y 39 se encuentra una
pieza distanciadora metdlica 42, entre las placas de re=-
frigeracibn 40 y 41 una pieza distanciadora metdlica 43.

En el estado representado tlensn lag placas de refrige-

racién 38, 39 y 40, 41 nuava.mentq una forms tal, de mens
ra que en aquellas de sus superficies entre las cuales
se ha de sujetar el elemento de construccidn semi-conduc
tor, por ej. en el gentido 31, tienen menor distencia
entre si a camo serfa el caso cvando el elemento de cong
truceién semi~conductor esgtd sujetado entrs ambas, de
manera que aqui la sujecidén de cada uno de los elementos

de construccién semi-conductoreg se efectis con una cier
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ta pretensidn, tal y como es convenients y necesaria
paera que, por una parte, desde el punto de vista elde-
%rico y, por ofra parte también desde el punmbo de vists
t€rmico ge realice una busna conduccidn de corriente y
5. térmica desde las placas de refrigeracién hacia el sle-
mento de construccidn semi-conductor y viceversa. ’
En lugar de esta clage de solucidn, segin la cual
cada unae de lag placas de refrigeracidn se refuerza di-
rectamente por su deformacién mecdnica de su guperficie
10. en la parte central de su superficie y estd demarrolla-
da pare formar un cuerpo de seguridad de posicibn para
el elemento de construccidn semiconductor adyacente, se
pueden emplear, dentro dsl margen de la presgante inven-
¢idn, tembién solucionss segln las cuales cada uns de
5. las placas de refrigeracidn recibe en un esgcote provisto
. en forma correspondiente en su superficie de un suplemen
to mecénicamente correspondientemente estable que puede
egtar encejado, soldado o sujetado y que muestre una
forma tal, qué cumpla las mencionadasg funciones en coo-
20. peracidn con el elemento de congtruccidén semiconductor
0 en la qus sobre uns superficie conmtinuada de la correg
pondiente placa de refrigeracién se ha aplicado o suje-
tado una placa de refuergo correspondiente.
En cada unz de las placas de refrigeracién se pus
25, de haber previsto, segin la presente invencidén, también
en aqusl lugar donde entra en contacto de presién con sl
elemento de construcecién semi-conductor, un suplemento
egpecielmente ddctil que ya tambidn puede estar unido
con la place de refrigeracidn o la pieza que la refusr-

30. ce mediante un proceso de sgoldadura.
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En 1a Fig. 5 denomina 101 una placa de refrigera=-

cibn, por ej. de cobre duro. Esta estd provista de uns
ranure o enmuescamiento anular 102 que estd dimensionada
de manere qus se forme de esta manera en le superficie
superior de 101 un asiento para la orientacidén de posi-
cidn del elemento de construccién semi-conductor 118. A
la superficie superior de esta parte de asiento 103 de
la placa de refrigeracién continda primeramente uns pla=-
ca de plata 104 convenientemente dfctil. Esia estd unida
con uns pleza anular 105 soldable por puntos mediante uns
goldaduras dura. Con esta pieza anular 105 coopera uns pie
za anuler de material soldeble 106 gque a travds de su zo-
na marginal, se puede unir por ej. mediante soldaduras ba-
jo gas protector con la pieza amlar 165 para lograr wa
clierre hermético al gas de la carcasgs del elemento de
construccidén semi-conductor. Esbte anillo 106 egtd unido
a una zona interior, mediante soldadura dura, con una zo
na previamente metelizada de un cusrpo anular aislante
107+ En la superficie superior del cuerpo anuwlar aislan~
te de material cerdmico 107 ge ha aplicado de nuevo, 80~
bre una superficie previamente metalizada por soldadurs
dura, una placa de cobertura dfctil 108 compuesta de pla
ta, mediante soldadura dura. Las dos placas de plata 104
y 108 egtédn desarrolladas hacia dentro en forma de cazo~
laetas, de manera que de esta manera ge crea un asiento
para el elemento de construccién semi-conductor 118 en-
carrado, que deade abajo hacia arriba se compons por ej.
de una capa de molibdeno 109, de una capa de sluminio sleg
da 110, de unes placa de silicio 111, de un electrodo de

oro-antimonio aleado 112, gobre la cual se han dispuesto
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una placa de plata 113 y una placa de molibdeno 114. So-
bre la superficie exterior de la placa de plata 108, en
aqualla parte que en el interior se encuentra enfrentada
al disco de molibdeno 114, actis una parte de superficie
de contacto de la placa de refrigeracidén 115. Egta placa
115 egtd también proviste de unz ranura 116, En su parte
central 117 estd la placa de refrigeracién 115 correspon
diente desarrollada por ej. mediante un proceso de pren~
sadoy, en su parte interior en forma bombeada, de manera

que agienta a través de una superficis comvexa contra la
superficie exterior de 1la placa de cobertura de plata.

Las dos ranuras 102 y 116 asumen ademds la fun~
cién de reforzer la placa ds refrigeracién en su parte
central en forma mecédnica, dédndole un mayor momento de
regigtencis. Lag dos placas de refrigeracién 101 y 105
egtédn fabricadas de material flexible, preferentements
cobre duro, ds mensra que cuando estdn sujetadas en su
contorno o bien cerca de sus bordes, en forma de super-
ficie, sujetan entre si con una tensidn previa el elemen
to semiconductor denominado en conjunto con 118,

De las placas de coertura de la carcasa estd,
por lo menos aquella placa que sge encusntra enfrente de
la parte convexe de contacto, prefersntemente fabricada
de un material ddctil, tal como plata. Este material pue
de poseer por ej. preferentemente una dureza Vickers de
aproximademente 12 hastas 18 kp.mm 2. Esta pleca de la car
caga tiene aquf, por lo tanto, una dureza relstivamente
reducida en comparacidén con la placa de refrigeracidn,
por ej. ds cobre duro, con su parte abombada, de menera

que durante el proceso de montaje de la disposicidn par-

1
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cial por ej. de dos placas de refrigeracién con@'mento
de construccidn semi-conductor colocado entre ellas, la
superficie bombeadas de una de las placas de refrigeracién
gse puede adaptar a la superficie exterior de la placa de

5. cobertura de la carcesa del elemento de construccidn semi-
-conductor de acuerdo con su forma bombeads, de manera

que e esta forma se obtiens una unibn articulada direc-
tamente adaptada entre si en sus superficies.
Lag caracteristicasg, procesog de trabajo e insg-
10. truccionss que se aprecian de la deseripcidén anterior
~8/y del dibujo correspondiente- no son conocidos en deta=
lle, ni asgl como tampoco su combinacién entrs si, agquf
evidenciada por primera vez, por 10 qus se han de conside
rar como valiosag mejoras inventivas.
5. NOT A
Descrita suficientemente la naturaleze del inven—
to, agd como la meners de realizarlo en la prdctica, de-
be hacerse constar qus lasg disposiciones anteriormente
indicadas, son gusceptibles de modificacionsg de detalle
20, en cuanto no alteren gu principio fundamentel, También se
hace constar que el invento corregponde a unas Solicitu-
des de Patentes presentadas en Alemania con fechas 10 de
junio de 1965, n® 8 97 542 VIIIo/21g v. y el 20 de agos~
to de 1965, m@ S 98 953 VIIIo/21g v.; acogiéndose por 1o
25. tanto a los bemeficios que conceden los Conveniog Inter-
naclonaleg en vigor, siendo 1o que constituye'la egencia
del referido invento y por 1o que ge golicita Patente ‘de
Invencidn por 20 afios en Espafia, gobre: "DISPOSICION DE
ELEMENI'OS DE CONSTRUCCION SEMI~CONDUCTORES"; caracteri-

30, zéndose por lo siguiente:
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18 .= "Disposicién de elementos de construccidn

gemi~conductores, con elementos de congtruccidn semi-
conductores refrigerados a través de placas de refrigera-
cién, ceracterizada porque en por lo menos una pila, jun-
5. 40 con los elementos de construccién semi-conductores, se
han dispuesto placas de refrigeracién, corresgpondientes
entre gi, en por 1o menos dos partes marginales, opuss~-
tag entre gi, entre cade vez dos piezas digtanciadoras
aislantes, qus dsterminan un trayecto o bién una guperfi-
10, cie de apoyo, de una columna compuesta de éstas, teniendo
uns forma y sujecidén tal que, despuds de uma separacién
de dos placag de refrigeracidn, destinsdas para la suje-
cién de un elemento de congtruccién gemi-conductor en
forma de disco, provigtes de un asiento correspondiente
15. pera el elemento de construceidn semi~conductor, y le cg
- locacién del elemento de construccién semi-conductor en~
tre éstas, al soltar las placas de refrigeraciéa bajo
tangién previa sl elemento de construceibn gemi-conduc—
tor queda sujetado entre éstas con la presidén de contac—
20, to deseada en ls via de la conduccién del calor y en la
via de la conduccibn de la corriente eldctrica.

28 ,~ Digposicidn de elementos de construccidn se-
mi-conductores geghn la reivindicacién 1, caracterizado
porqus cada una de lag placas de refrigeracién, en aque-

25. 1lla parte de su superficie que estd destinada a le su-
jecifn de un elemento de construceidn semi~-conductor en
forma de disco, estd estampade para former una parte em-
butida de maensra que, de egta manera, se forme una supexr
ficie de agiento mecédnicamente estabilizada para el ele=-

30. mento semi-conductor a gujetar.
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32.~ Digposicibén de elementos de construcclén
goglin la reivindicacién 1 6 2, caracterizado porque cada
una de las placaé de refrigeracidn, en la parte de su su
perficie destinada a actuer conjuntamente con el elemen-
to de construceidén gemi~-conductor, egtd provista de un
suplemento reforzador ¢ une aplicacidén correspondiente.

48 ,~Digposicién de elementos de construccidn semi=
~conductores seglin la reivindicacién 2 8 3, caracterizado
porque en cada placa de refrigeracién se ha previsto un
suplemento intermedio o agiento dfctil para el asiento
del elemento de construccidn gemi-conductor.

58 ,~ Disposicidén de elementos de congtruccidn se-
mi~conductores segln la reivindicacién ?, caracterizado
porque para la sujecidn de la placa de refrigeracién ge
emplean piezas distanciadoras aislantes qua, en la pila,
se introducen une dentro de la otra en escoles y salien-
teg correspondientes y de esta menera encilerran entre si
cada vez una placa de refrigeracién. .

68,~ Disposicidén de elementos de construccidén se-
mi-conductores segin la reivindicacidn 5, caracterizado
porque las plezas digtanciadorss aiglantes se alinean
gobre bulones de sujecién y mediente una parte seliente
del casquillo que estd introducido en un escote corres-
pondiente en la pleza distanciedora giguiente, dan la su
jecién eléctricamente aislante de 1a placa de refrigera-
¢idn con relacién al bulén de sujecibn metdlico.

78 .= Digposicibén de elementos de comstruccidn se-
mi-conductores segin la reivindicacibn 1 § 2, caracteri-
zado porque cada placa de refrigeracién se aprovecha si-
nul téneamente como alimentacién eléctrice hacia el elemen
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t0 gemi=conductor.

8%,~ Digpogicién de elementos de construcecibn
gemi-conductores segtin la reivindicacidn 5, caracteriza-
do, porque a ceda placa de refrigeracibn, aprovechada
pare la sujecidn de un elemento de congtruceién semi-con
ductor, se ha dispuesto adyacente por lo menos otra pla-
ca de refrigeracidn alinsada en 8l bulén de sujecidn,
gpoydndose la placa de refrigeracién empleade para la su
Jecidn y 1la otra place de refrigeracidn adjudicada a tra
vés de uns pieza conductora eldctrice y térmicamente en-
tre si en el curso de un sistemae de sujecién de placas
de refrigeracidn yi elementos de construccidén semi-conduc
tores entre si.

92,-~ Digposicién de elementos de construccidn
gemi-conductores segin la reivindicacién 1 o una de las
sigulenteg, caracterzada porque al emplearse un elemento
de construceidén semi-conductor en forma de disco, en el
cual en una carcasa con placag de cobertura metédliocas
eléotricemente aisladas entre gi, se ha dispuesto entre
éatas el elemento gemi-conductor, de mesnera gue sus su-
perficies de contacto final actlien conjlintemente con un
asiento capaz de degligamiento, y en servicio se manten~
gan capaz de deslizamiento entre si con la superficie in
Yerior adyacente de la correspondients placa de cobertu-
ra, con una de laes superficies exteriores de la placa de
cobertura trabeja conjlintamente con une superficie plana
de una de los dos lengletas de refrigeracidn, mientras
que la segunda superficis exterior de ls placa de cober
tura trabaja con la segunda placa de refrigeraciln a

través de unz superficis dessrrollade en forme convexa,
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de manera que su superficie de asiento se encuentra den

tro de aquella parte de la superficie exterior de la su-

perficie adyacente de la placa de cobertura metélica de

la carcasa, quwe interiormente ge encuentra enfrente de

la superficie de contacto final del elemento semi-conduc~
for encerrado en ella,

108 .~ Disposicién de elementos de comstrucelébn
gemi-~conductores segin la reivindicacidn 9, caracteriza-
do, porque en un elemento de construccibébn semi-conductor,
con elemento semi-conductor insertado cuyas superficies
de contacto final poseen una extensibén de superficie de
distinto tamafio, la placa de refrigeracidn con le super-
ficle de agiento convexa actia conjuntamente con aquella
placa de cobertura metdlica de la carcasa contra la cusl
interiormente asienta la superficie de contanto final de
extensién superficiel més pequeiia del elemento gemi~-con~
ductor.

118 .~ Digposicién de elementog de construccidn
semi-conductores gegln la reivindicacibén 9 6§ 10, carac—
terizado porqus las dos placas de cobertura metdlicas
nuestran partes embutides hacia fusra, de mansra qus es—-
tén adaptadas al contorno del cuerpo de electrodos de co
noxién del elemento semi-conductor pera agegurar le po=-
sicidén del elemento semi-conductor, de manera que las su
perficies de contacto opusstas exteriormente a los cuer—~
pos de contacto del elemento semi-conductor en las pla-
cag de cobertura metdlicas se encuentran en planos reti-
rados de les otras partes de la superficie de las pla-

cag de cobertura.
108 ,~ Digposicién de elementos de construccién
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semi~conductores seghn la reivindicacién 9 o une de lsas
gigulentes, caracterizado porqus por lo menos la place
de cobertura de la carcasa, que se encuentra adyacente
& la superficie bombeada de la place de refrigeracién,
se compone de un material ddctil, tal como plata, de una
blandura tal que la superficie bombsada de l1la place de
refrigeracién, compussta en comparacibn de materiel rela
tivamente dure tal como cobre duro, pare formar una su-
perficie adapitads a su superficie bombeada se pueds opri
mir en la placa de cobertura.

138 ,~ "Digposicibn de elementos de consiruccién
gemi-conductores®, tal y como gque sustancialmente descri
t0 en la presente Memoria, e ilustrado en los sdjunios

dlvujos.

Este Memoria consta de 26 hojas escritas a méqui-

" na por una sole cara. “8JN 1965
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